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(57)【要約】
【課題】伝送帯域の劣化を抑制する。
【解決手段】ＧＮＤピンは、第１のＧＮＤに接続して、
基板端面から突出して接続され、信号ピンはＧＮＤピン
に対して交互に配置され、基板上の第１の信号ラインに
接続して、基板端面から突出して接続する。上段に位置
する信号ピンと、下段に位置するＧＮＤピンとの間の空
間に、フレキシブル基板の一端が挿入して、第１の信号
ラインと第２の信号ラインとが接続し、第１のＧＮＤと
第２のＧＮＤ２２とが接続する。第２の信号ラインと第
３の信号ラインとが接続し、第２のＧＮＤと第３のＧＮ
Ｄとが接続する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のＧＮＤに接続するとともに端面から突出するＧＮＤピンと、第１の信号ラインに
電気的に接続するとともに前記端面から前記ＧＮＤピンとは異なる位置で突出する信号ピ
ンとを備えた第１の基板と、
　第２の信号ラインと第２のＧＮＤとが実装された第２の基板と、
　を備え、
　前記信号ピンと、前記ＧＮＤピンとの間の空間に、前記第２の基板の一端が挿入して、
前記第１の信号ラインと前記第２の信号ラインとが前記信号ピンを介して電気的に接続し
、前記第１のＧＮＤと前記第２のＧＮＤとが前記ＧＮＤピンを介して電気的に接続する、
　ことを特徴とする通信デバイス。
【請求項２】
　前記ＧＮＤピンの厚みを調整して、前記空間の垂直方向の長さを可変にすることを特徴
とする請求項１記載の通信デバイス。
【請求項３】
　第３の信号ラインと第３のＧＮＤとが実装された第３の基板をさらに備え、
　前記第２の基板と前記第３の基板とのそれぞれに穴を設け、前記第２の信号ラインと前
記第３の信号ラインとの接続位置を合わせて、前記穴にピンを挿入し、前記第２の基板と
前記第３の基板とを固定して、
　前記第２の信号ラインと前記第３の信号ラインとが接続し、前記第２のＧＮＤと前記第
３のＧＮＤとが接続することを特徴とする請求項１記載の通信デバイス。
【請求項４】
　前記空間の垂直方向の長さをＡ、前記第２の基板の一端の厚みをＣ、前記信号ピンと前
記第２の基板との接続時の半田の厚みをｄ１、前記ＧＮＤピンと前記第２の基板との接続
時の半田の厚みをｄ２としたとき、
　Ａ＝Ｃ＋ｄ１＋ｄ２、ｄ１＜０．１μｍ
　の関係式となることを特徴とする請求項１記載の通信デバイス。
【請求項５】
　第１のＧＮＤに接続して、端面から突出するＧＮＤピンと、基板上の第１の信号ライン
に接続して、前記端面から突出する信号ピンとを備えた第１の基板と、
　フレキシブル基板に、第２の信号ラインと第２のＧＮＤとが実装された第２の基板と、
　を備え、
　前記ＧＮＤピンに対して上段に位置する前記信号ピンと、前記信号ピンに対して下段に
位置する前記ＧＮＤピンとの間の空間に、前記第２の基板の前記フレキシブル基板が挿入
して、前記第１の信号ラインと前記第２の信号ラインとが接続し、前記第１のＧＮＤと前
記第２のＧＮＤとが接続する、
　ことを特徴とする通信デバイス。
【請求項６】
　基板接続方法において、
　第１の基板の第１のＧＮＤに対し、前記第１の基板の端面からＧＮＤピンを突出させて
接続し、
　前記第１の基板上の第１の信号ラインに対し、前記第１の基板の端面から、前記ＧＮＤ
ピンとは異なる位置で、信号ピンを突出させて接続し、
　屈曲性を有し、第２の信号ラインと第２のＧＮＤとが実装された第２の基板の一端を、
前記ＧＮＤピンに対して上段に位置する前記信号ピンと、前記信号ピンに対して下段に位
置する前記ＧＮＤピンとの間の空間に挿入し、
　前記第１の信号ラインと前記第２の信号ラインとを前記信号ピンを介して電気的に接続
し、前記第１のＧＮＤと前記第２のＧＮＤとを前記ＧＮＤピンを介して電気的に接続する
、
　ことを特徴とする基板接続方法。
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【請求項７】
　前記ＧＮＤピンの厚みを調整して、前記空間の垂直方向の長さを可変にすることを特徴
とする請求項６記載の基板接続方法。
【請求項８】
　第３の信号ラインと第３のＧＮＤとが実装された第３の基板をさらに備え、
　前記第２の基板と前記第３の基板とのそれぞれに穴を設け、前記第２の信号ラインと前
記第３の信号ラインとの接続位置を合わせて、前記穴にピンを挿入し、前記第２の基板と
前記第３の基板とを固定して、
　前記第２の信号ラインと前記第３の信号ラインとを電気的に接続し、前記第２のＧＮＤ
と前記第３のＧＮＤとを接続することを特徴とする請求項６記載の基板接続方法。
【請求項９】
　前記空間の垂直方向の長さをＡ、前記第２の基板の一端の厚みをＣ、前記信号ピンと前
記第２の基板との接続時の半田の厚みをｄ１、前記ＧＮＤピンと前記第２の基板との接続
時の半田の厚みをｄ２としたとき、
　Ａ＝Ｃ＋ｄ１＋ｄ２、ｄ１＜０．１μｍ
　の関係式となることを特徴とする請求項６記載の基板接続方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信デバイスおよび基板接続方法に関し、情報通信を行う通信デバイスおよ
び基板間の電気的接続を行う基板接続方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光伝送システムは、大容量、高速化へ進展しており、伝送速度が従来の１０Ｇｂ
ｐｓから、より高速の４０Ｇｂｐｓへの構築が盛んに行われ、さらには１００Ｇｂｐｓの
伝送を行うシステムの開発も行われている。
【０００３】
　一方、エレクトロニクス機器の実装設計では、プリント基板とモジュール間を、コネク
タを介してフレキシブル基板（Flexible Printed Circuits）により信号を接続すること
が広く行われている。フレキシブル基板は、折り曲げが可能な屈曲性を持ったプリント基
板であり、例えば、実装スペースの限られる小型の製品等に多用されている。
【０００４】
　光送信機および光受信機において、光送信機では電気信号を光信号に変換し、光受信機
では、光信号を電気信号に変換する。このような、電気／光変換、光／電気変換を行う実
装部分では、フレキシブル基板を介して、電気信号を基板に接続するケースが多く、この
接続部分の伝送速度も高速化している。
【０００５】
　従来技術として、フレキシブル基板とプリント基板との接続を行うコネクタが提案され
ている。また、光電変換素子を含むコネクタが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１２３１８３号公報
【特許文献２】特開２００６－１８９４６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　フレキシブル基板をプリント基板に接続する場合、従来では、プリント基板にコネクタ
が搭載され、このコネクタにフレキシブル基板が挿入して接続する構造が一般的である。
　しかし、従来のコネクタを介して、高周波信号を伝送しようとすると、コネクタによる
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特性劣化が無視できなくなり、伝送帯域が高周波域まで広がらず、伝送信号の帯域が劣化
してしまう。このため、所望の伝送品質で広帯域の信号を伝送することができないといっ
た問題があった。
【０００８】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、伝送帯域の劣化を抑制し、広帯域
の伝送を可能とした通信デバイスを提供することを目的とする。
　また、本発明の他の目的は、伝送帯域の劣化を抑制し、広帯域の伝送を可能とした基板
接続方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、通信デバイスが提供される。通信デバイスは、第１のＧＮ
Ｄに接続するとともに端面から突出するＧＮＤピンと、第１の信号ラインに電気的に接続
するとともに前記端面から前記ＧＮＤピンとは異なる位置で突出する信号ピンとを備えた
第１の基板と、第２の信号ラインと第２のＧＮＤとが実装された第２の基板と、を備え、
前記信号ピンと、前記ＧＮＤピンとの間の空間に、前記第２の基板の一端が挿入して、前
記第１の信号ラインと前記第２の信号ラインとが前記信号ピンを介して電気的に接続し、
前記第１のＧＮＤと前記第２のＧＮＤとが前記ＧＮＤピンを介して電気的に接続する。
【発明の効果】
【００１０】
　伝送帯域の劣化を抑制することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】通信デバイスの構成例を示す図である。
【図２】コネクタの構成を示す図である。
【図３】コネクタの構成を示す図である。
【図４】基板のフレキシブル基板に対する接続部分を示す図である。
【図５】信号ラインとＧＮＤラインとの配置例を示す図である。
【図６】信号ピンとＧＮＤピン間にフレキシブル基板が挿入された状態を示す図である。
【図７】フレキシブル基板の裏面のパターン実装状態を示す図である。
【図８】フレキシブル基板と基板との接続状態を示す図である。
【図９】図８をＢ方向から見た図である。
【図１０】変形例を示す図である。
【図１１】フレキシブル基板の一端と基板との接続関係を説明するための図である。
【図１２】フレキシブル基板の一端と基板とが接続不可となる状態を示す図である。
【図１３】挿入空間の長さ調整を示す図である。
【図１４】半田の厚みが大きい場合を示す図である。
【図１５】半田の厚みが小さい場合を示す図である。
【図１６】フレキシブル基板とプリント基板との接続状態を示す図である。
【図１７】フレキシブル基板とプリント基板との接続状態を示す図である。
【図１８】ＧＮＤピンのフォーミングを示す図である。
【図１９】周波数特性を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図１は通信デバイスの構成例を
示す図である。通信デバイス１は、基板１０（第１の基板）、基板２０（第２の基板）お
よび基板３０（第３の基板）を備える。
【００１３】
　なお、図中、基板間の接続状態をわかりやすくするために、基板１０が通信部１ａから
突出し、基板３０が通信部３ａから突出しているように示しているが、実際には、基板１
０は、通信部１ａ内に含まれ、基板３０は、通信部３ａ内に含まれるものである。
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【００１４】
　基板２０は、屈曲性を有する基板であり、例えば、フレキシブル基板が該当する。以降
では、フレキシブル基板２０と呼ぶ。また、通信部１ａ、３ａとして、例えば、光通信を
行うのであれば、光送信機、光受信機、または光変調機といった光モジュール等が該当す
る。
【００１５】
　基板１０は、信号ピン１１およびＧＮＤピン１２を備える。ＧＮＤピン１２は、基板１
０に内層されているＧＮＤ１４（第１のＧＮＤ）に接続して、基板１０の端部から突出し
て接続される。信号ピン１１は、ＧＮＤピン１２に対して交互に配置され、基板１０上の
信号ライン１３（第１の信号ライン）に接続して、基板１０の端部から突出して接続する
。
【００１６】
　フレキシブル基板２０は、信号ライン２１（第２の信号ライン）とＧＮＤ２２（第２の
ＧＮＤ）とが実装される。基板３０は、信号ライン３１（第３の信号ライン）とＧＮＤ３
２（第３のＧＮＤ）とが実装される。
【００１７】
　ここで、ＧＮＤピン１２に対して上段側に位置する信号ピン１１と、信号ピン１１に対
して下段側に位置するＧＮＤピン１２との間の空間に、フレキシブル基板２０の一端が挿
入して、信号ライン１３と信号ライン２１とが接続し、ＧＮＤ１４とＧＮＤ２２とが接続
する。
【００１８】
　また、フレキシブル基板２０の他端と基板３０との接続時、信号ライン２１と信号ライ
ン３１とが、例えば、ビア（via：多層のプリント基板の層間を接続する金属部分）３３
ａを経由して接続し、ＧＮＤ２２とＧＮＤ３２とがビア３３ｂを経由して接続する。
【００１９】
　次にフレキシブル基板とプリント基板とを接続する一般的なコネクタについて説明する
。図２、図３はコネクタの構成を示す図である。コネクタ５０は、アクチュエータ５１、
ソケット５２、ハウジング（ソケットカバー）５３およびターミナル（金属端子）５４を
備える。ターミナル５４は、信号用ターミナル５４ａと、ＧＮＤ用ターミナル５４ｂとを
含む。
【００２０】
　コネクタ５０は、ターミナル５４がプリント基板５上の配線リードのパッド等に半田で
固定接続することで、プリント基板５に搭載される。また、アクチュエータ５１は、フレ
キシブル基板２ａを嵌合させる駆動部である。
【００２１】
　図２では、アクチュエータ５１が上方に起きて、フレキシブル基板２ａの挿入前の状態
を示している。図３では、挿入孔５５にフレキシブル基板２ａが挿入され、アクチュエー
タ５１を下方に倒して、フレキシブル基板２ａを嵌めた状態を示している。
【００２２】
　図３のような嵌合状態になることにより、フレキシブル基板２ａに実装される信号ライ
ンは、信号用ターミナル５４ａを介して、プリント基板５に実装される信号ラインと接続
する。また、フレキシブル基板２ａに実装されるＧＮＤラインは、ＧＮＤ用ターミナル５
４ｂを介して、プリント基板５に実装されるＧＮＤラインと接続する。
【００２３】
　このように、フレキシブル基板２ａの配線パターンと、プリント基板５の配線パターン
とは、コネクタ５０内のターミナル５４を通じて結合される。
　しかし、コネクタ５０内のターミナル５４は、金属表面がむき出しの実装端子部であっ
て、インダクタンス成分が支配的であり、高周波信号を伝送しようとすると、インダクタ
ンス成分の増大によって特性インピーダンスが変動する。
【００２４】
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　このため、伝送帯域が高周波域まで広がらず、伝送信号の帯域が劣化してしまう。一般
的なコネクタ５０では、１０Ｇｂｐｓ以下の電気信号の伝送が限界である。本技術は、こ
のような点に鑑みてなされたものであり、伝送帯域の劣化を抑制し、広帯域の伝送を可能
とした通信デバイスおよび基板接続方法を提供するものである。
【００２５】
　次に基板１０におけるフレキシブル基板２０との接続部分について詳しく説明する。図
４は基板１０のフレキシブル基板２０に対する接続部分を示す図である。基板１０の表面
１０ｂには、電源ライン１５ａ、１５ｂ、信号ライン（高周波伝送ライン）１３およびＧ
ＮＤライン１４ａ、１４ｂが設けられる。また、基板１０は、多層構造を有しており、Ｇ
ＮＤ（内層ＧＮＤ）１４が基板内部に実装されている。
【００２６】
　なお、電源ライン１５ａ、１５ｂについてもピン１５ａ－１、１５ｂ－１がそれぞれ接
続して、フレキシブル基板２０に実装される電源ラインと接続するが、後述する信号ライ
ンおよびＧＮＤラインの接続と同様なので、以降の説明では、電源パターンの接続につい
ての説明は省略する。
【００２７】
　図５は信号ラインとＧＮＤラインとの配置例を示す図である。信号ラインとＧＮＤライ
ンとは基板１０の表面１０ｂ上を交互に配置される。図５の場合では、信号ライン１３－
１の右隣にＧＮＤライン１４－１が位置し、ＧＮＤライン１４－１の右隣に信号ライン１
３－２が位置し、信号ライン１３－２の右隣にＧＮＤライン１４－２が位置し、ＧＮＤラ
イン１４－２の右隣に信号ライン１３－３が位置している。また、ＧＮＤライン１４－１
、１４－２と、内層ＧＮＤ１４とは、ビア１６を経由して接続される。
【００２８】
　図４の説明に戻る。基板１０におけるフレキシブル基板２０に対する接続面１０ａと、
基板１０の表面１０ｂとの角部分１０ｃに対し、ＧＮＤライン１４ａ、１４ｂが実装され
る角部分１０ｃ－１、１０ｃ－２を、内層ＧＮＤ１４まで切り欠く。
【００２９】
　そして、切り欠かれて露出した内層ＧＮＤ１４の部分に、ＧＮＤピン１２ａ、１２ｂを
接続面１０ａから突出するようにそれぞれ接続する。一方、基板１０の表面１０ｂ上に設
けられている信号ライン１３には、信号ピン１１を接続面１０ａから突出するように接続
する。
【００３０】
　図６は信号ピンとＧＮＤピン間にフレキシブル基板２０が挿入された状態を示す図であ
る。図４をＡ方向から見た図に相当し、図４に示した基板１０の接続面１０ａに対して、
信号ピン１１－１～１１－３とＧＮＤピン１２－１～１２－４が取り付けられている例を
示す。
【００３１】
　ＧＮＤピン１２－１～１２－４は、図４に示した基板１０の角部分１０ｃを切り欠いた
内層ＧＮＤ１４に接続するので、基板１０の表面１０ｂに接続される信号ピン１１－１～
１１－３に対して、一段下がった位置にある。
【００３２】
　フレキシブル基板２０は、信号ピン１１－１～１１－３それぞれの下側面と、ＧＮＤピ
ン１２－１～１２－４それぞれの上側面との間にできる空間に挿入される。そして、フレ
キシブル基板２０に実装される信号ラインと信号ピン１１－１～１１－３とが接続し、フ
レキシブル基板２０に実装されるＧＮＤラインとＧＮＤライン１２－１～１２－４とが接
続する。
【００３３】
　次に通信デバイス１の構成についてさらに詳しく説明する。図７はフレキシブル基板２
０の裏面のパターン実装状態を示す図であり、図８はフレキシブル基板２０と基板１０、
３０との接続状態を示す図である。
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【００３４】
　図７において、フレキシブル基板２０の裏面には、ＧＮＤライン２２ａ－１、２２ａ－
２を含むＧＮＤ（ＧＮＤパターン）２２が設けられる。また、信号ライン２１がＧＮＤラ
イン２２ａ－１、２２ａ－２の間に設けられている。なお、図中の丸印はビアを示してい
る。
【００３５】
　図８では、フレキシブル基板２０の一端が基板１０に接続し、フレキシブル基板２０の
他端が基板３０に接続される状態を示している。フレキシブル基板２０の他端と基板３０
との接続において、フレキシブル基板２０に実装されるＧＮＤライン２２ａ－１、２２ａ
－２と基板３０上のＧＮＤライン３２ａ－１、３２ａ－２とがそれぞれ接続する。また、
フレキシブル基板２０に実装される信号ライン２１と、基板３０上の信号ライン３１とが
接続する。
【００３６】
　フレキシブル基板２０を介した基板間接続による、信号ラインとＧＮＤラインとの接続
状態をまとめると、基板１０のＧＮＤライン１４ａは、ＧＮＤピン１２ａとフレキシブル
基板２０のＧＮＤライン２２ａ－１を介して、基板３０のＧＮＤライン３２ａ－１と接続
する。
【００３７】
　また、基板１０のＧＮＤライン１４ｂは、ＧＮＤピン１２ｂとフレキシブル基板２０の
ＧＮＤライン２２ａ－２を介して、基板３０のＧＮＤライン３２ａ－２と接続する。さら
に、基板１０の信号ライン１３は、信号ピン１１とフレキシブル基板２０の信号ライン２
１を介して、基板３０の信号ライン３１と接続する。
【００３８】
　図９は図８をＢ方向から見た図である。フレキシブル基板２０の一端が基板１０の信号
ピン１１とＧＮＤピン１２（ＧＮＤピン１２ａ、１２ｂに相当）との間の空間に挿入して
固定され、フレキシブル基板２０の他端が基板３０と接続する。
【００３９】
　基板１０の信号ライン１３は、信号ピン１１と接続し、信号ピン１１は、フレキシブル
基板２０の信号ライン２１と接続する。また、信号ライン２１は、フレキシブル基板２０
内のビア３３ａを経由して、基板３０上の信号ライン３１と接続する。
【００４０】
　さらに、基板１０からのＧＮＤ１４は、ＧＮＤピン１２と接続し、ＧＮＤピン１２は、
フレキシブル基板２０のＧＮＤ２２と接続する。また、ＧＮＤ２２は、基板３０内のビア
３３ｂを経由して、基板３０に内層されているＧＮＤ３２（ＧＮＤ３２ａ－１、３２ａ－
２に相当）と接続する。
【００４１】
　以上説明したように、上記の通信デバイス１は、従来のようなコネクタを持たずに、基
板１０とフレキシブル基板２０とが接続するので、コネクタ自体が持っている特性の影響
を受けない。このため伝送帯域の劣化を抑制し、広帯域の伝送が可能になる。
【００４２】
　次に変形例について説明する。上記では、フレキシブル基板２０を用いて、フレキシブ
ル基板２０の一端を基板１０に挿入固定し、他端を基板３０に接続する構成とした。変形
例では、フレキシブル基板２０の代わりに、リジッドフレキシブル基板を用いるものであ
る。
【００４３】
　リジッドフレキシブル基板は、部品搭載可能なリジッド基板と、折り曲げ可能なフレキ
シブル基板とが積層した基板である。用途としては、例えば、リジッド基板には部品を搭
載し、リジッド基板とコネクタとの接続には、フレキシブル基板を用いるなどして、自由
なレイアウトを可能にする。
【００４４】
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　図１０は変形例を示す図である。通信デバイス１ａは、基板１０と、リジッドフレキシ
ブル基板２００とを備え、リジッドフレキシブル基板２００は、フレキシブル基板部２－
１と、リジッド基板部２－２を含む。基板１０は、通信部１ａ内に含まれ、リジッド基板
部２－２は、通信部３ａ内に含まれる。
【００４５】
　基板１０は、信号ピン１１およびＧＮＤピン１２を備える。ＧＮＤピン１２は、基板１
０に内層されているＧＮＤ１４（第１のＧＮＤ）に接続して、基板１０の端部から突出し
て接続される。信号ピン１１は、ＧＮＤピン１２に対して交互に配置され、基板１０上の
信号ライン１３（第１の信号ライン）に接続して、基板１０の端部から突出して接続する
。
【００４６】
　また、リジッドフレキシブル基板２００には、フレキシブル基板部２－１とリジッド基
板部２－２に渡って、信号ライン２０１（第２の信号ライン）とＧＮＤ２０２（第２のＧ
ＮＤ）が実装される。
【００４７】
　ここで、ＧＮＤピン１２に対して上段に位置する信号ピン１１と、信号ピン１１に対し
て下段に位置するＧＮＤピン１２との間の空間に、フレキシブル基板部２－１の一端が挿
入して接続する。
【００４８】
　基板１０の信号ライン１３は、信号ピン１１と接続し、信号ピン１１は、リジッドフレ
キシブル基板２００に実装される信号ライン２０１と接続する。また、基板１０のＧＮＤ
ライン１４は、ＧＮＤピン１２と接続し、ＧＮＤピン１２は、リジッドフレキシブル基板
２００に実装されるＧＮＤ２０２と接続する。
【００４９】
　図１の通信デバイス１の場合では、フレキシブル基板２０と基板３０との接続時、フレ
キシブル基板２０に実装される信号ライン２１と、基板３０に実装される信号ライン３１
との間に接続ずれがあると伝送特性が劣化するので、接続ずれを抑制することが重要とな
る。
【００５０】
　これに対し、通信デバイス１ａの場合では、リジッドフレキシブル基板２００を使用す
ることにより、リジッド基板部２－２が部品搭載可能な基板３０に対応することになるか
ら、フレキシブル基板２０の信号ライン２１と、基板３０の信号ライン３１とが一体化し
ていると見なすことができる。
【００５１】
　このため、上記の箇所における接続ずれによる問題がないので（基板１０とフレキシブ
ル基板部２－１との接続ずれのみを考慮すればよい）、より安定した伝送特性を得ること
が可能になる。
【００５２】
　次に通信デバイス１におけるフレキシブル基板２０の一端と基板１０との接続関係につ
いて説明する。図１１はフレキシブル基板２０の一端と基板１０との接続関係を説明する
ための図である。信号ピン１１の下面からＧＮＤピン１２の上面までの長さをＡとする。
すなわち、フレキシブル基板２０の一端が挿入される挿入空間の垂直方向の長さをＡとす
る。
【００５３】
　また、ＧＮＤピン１２の厚みをＢとし、フレキシブル基板２０の厚みをＣとする。さら
に、信号ピン１１とフレキシブル基板２０との接続時の半田の厚みをｄ１、ＧＮＤピン１
２とフレキシブル基板２０との接続時の半田の厚みをｄ２とする。
【００５４】
　フレキシブル基板２０が基板１０の挿入空間に対して、良好に接続固定する関係は、フ
レキシブル基板２０の一端の厚みＣと半田の厚みｄ１、ｄ２との和が、挿入空間Ａに等し
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い場合であり、Ａ＝Ｃ＋ｄ１＋ｄ２の関係式となる（ＧＮＤピン１２の厚みＢについては
図１３で後述し、半田厚みｄ１については図１４、図１５で後述する）。
【００５５】
　次にフレキシブル基板２０と基板１０とが接続不可になる場合と、接続不可を接続可能
状態に調整する場合について説明する。図１２はフレキシブル基板２０の一端と基板１０
とが接続不可となる状態を示す図である。フレキシブル基板２０の一端の厚みＣが、挿入
空間の長さＡよりも大きい場合（Ｃ＞Ａ）、接続不可となる。
【００５６】
　図１３は挿入空間の長さ調整を示す図である。図１２のように、フレキシブル基板２０
の一端の厚みＣが、挿入空間の長さＡよりも大きいと接続不可となるので、このような場
合は、ＧＮＤピン１２の厚みＢを調整して接続を行う。
【００５７】
　図１３に示すように、ＧＮＤピン１２の厚みＢを薄くして、挿入空間にフレキシブル基
板２０の一端が挿入できるようにする（半田の図示は省略している）。信号ピン１１側の
厚みを調整すると、信号ライン２１と信号ピン１１との間にギャップが生じ、特性劣化の
原因となる。したがって、Ｃ＞Ａの関係の場合は、ＧＮＤピン１２側の厚みＢを調整して
Ｃ＜Ａとし、接続を可能として伝送劣化を抑制する。
【００５８】
　次にフレキシブル基板２０と基板１０との接続箇所の半田の厚みについて説明する。図
１４は半田の厚みが大きい場合を示す図である。信号ピン１１とフレキシブル基板２０の
接続時の半田の厚みｄ１が大きいと、基板１０に実装される信号ライン１３と、フレキシ
ブル基板２０に実装される信号ライン２１とのインピーダンスが不整合となり、特性が劣
化する。具体的には、半田の厚みｄ１が０．１ミクロン（μｍ）を超えると特性に影響が
出てくる。
【００５９】
　図１５は半田の厚みが小さい場合を示す図である。信号ピン１１とフレキシブル基板２
０との接続時の半田の厚みｄ１が小さい（薄い）と、基板１０に実装される信号ライン１
３と、フレキシブル基板２０に実装される信号ライン２１とのインピーダンスが整合して
、特性劣化を抑制することができる。具体的には、半田の厚みｄ１を０．１ミクロン未満
にして特性劣化の抑制を図ることが可能になる。
【００６０】
　次に位置合わせ機能を設けた場合の構成について説明する。図１６、図１７はフレキシ
ブル基板２０と基板１０、３０との接続状態を示す図である。なお、図１７は図１６をＣ
方向に見た図である。
【００６１】
　上述したように、基板１０の信号ライン１３と、基板３０上の信号ライン３１とは、フ
レキシブル基板２０上の信号ライン２１を介して接続される。ここで、フレキシブル基板
２０と基板３０との接続時、信号ライン２１と信号ライン３１との接続にずれがあると、
特性劣化を引き起こすことになる。
【００６２】
　したがって、フレキシブル基板２０と基板３０とに位置合わせ穴６ａ、６ｂを設け、信
号ライン２１と信号ライン３１との接続位置を合わせた後に、位置合わせ穴６ａ、６ｂの
両方に位置合わせピン６ｃを挿入して固定し、その後に、フレキシブル基板２０と基板３
０との所定箇所に半田付けする。
【００６３】
　このような位置合わせ機構により、フレキシブル基板２０の他端と基板３０との接続時
において、信号ライン２１と信号ライン３１との接続によるずれを容易に正確に抑制する
ことができ、特性劣化を低減することが可能になる。
【００６４】
　図１８はＧＮＤピン１２のフォーミングを示す図である。上記では、フレキシブル基板
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２０に実装される信号ライン２１と、基板３０に実装される信号ライン３１との接続ずれ
の抑制について示したが、図１８の場合は、基板１０に実装される信号ライン１３と、フ
レキシブル基板２０に実装される信号ライン２１との接続ずれを抑制するものである。
【００６５】
　基板１０の挿入空間に、フレキシブル基板２０の一端が挿入して接続する場合には、基
板１０の信号ライン１３と、フレキシブル基板２０の信号ライン２１との接続ずれが生じ
るおそれがある。このような場合、ＧＮＤピン１２の形状を適切な形状にフォーミングし
て、信号ライン１３と信号ライン２１との接続ずれを抑制し、伝送特性の劣化の抑制を図
ることができる。
【００６６】
　次にシミュレーション結果について説明する。図１９は周波数特性を示す図である。縦
軸は出力レベル（ｄＢ）、横軸は周波数（ＧＨｚ）である。通信デバイス１内のフレキシ
ブル基板２０で伝送される信号の周波数特性を示している。－３ｄＢの周波数帯域がほぼ
７０ＧＨｚとなっており、７０ＧＨｚの広帯域の信号伝送が可能であることがわかる。
【００６７】
　以上、実施の形態を例示したが、実施の形態で示した各部の構成は同様の機能を有する
他のものに置換することができる。また、他の任意の構成物や工程が付加されてもよい。
【符号の説明】
【００６８】
　１　通信デバイス
　１ａ、３ａ　通信部
　１０、３０　基板
　２０　フレキシブル基板
　１１　信号ピン
　１２　ＧＮＤピン
　１３、２１、３１　信号ライン
　１４、２２、３２　ＧＮＤ
　３３ａ、３３ｂ　ビア
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